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附件2：软件工程学院“半导体装备系统软件班”优秀学生

奖学金评选实施细则 
 

软件工程学院“半导体装备系统软件班”优秀学生奖学金由华东师范大学

软件工程学院设置，用于奖励在课程学习、企业实习、学术科研等领域中表现

突出或优秀的“半导体装备系统软件班”学员，激励学员奋发向上，全面发展，

以榜样的力量激发和引领广大青年，成为具备扎实半导体装备系统软件理论基础

与实践能力的高层次专业人才。奖金基数为15万元，每年在此基础上根据学生人

数进行一定比例的浮动。奖学金每年评审一次。 

一、评选对象范围 

面向“半导体装备系统软件班”全体学员，具体如下： 

1. 卓越奖学金（一等奖），奖金总额占总奖学金的40%，奖励人数占全体学

员人数的 20%； 

2. 优秀奖学金（二等奖），奖金总额占总奖学金的60%，奖励人数占全体学

员人数的 40%。 

二、申请条件 

1. 热爱祖国，遵纪守法，道德品行端正，举止文明；  

2. 努力学习，校企融合课程学习成绩优秀者优先； 

3. 企业实习期间表现突出，获得企业相关表彰者优先； 

4. 在装备系统领域产、学、研成果显著者优先。 

三、评选办法 

软件工程学院与上海微电子装备（集团）股份有限公司联合成立优秀学生奖

学金评审工作小组，负责评定工作。 

1. 根据学院评选通知，由申请学生本人填写《“半导体装备系统软件班”

优秀学生奖学金申请表》，并附上申请相关材料； 

2. 现场答辩要求请留意相关通知； 

3. 候选人经评定审议后公示五个工作日，公示无异议后，颁发证书及奖学

金。 

 

 

软件工程学院 

2025 年 5 月 
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“半导体装备系统软件班”优秀学生奖学金申请表 
 

姓    名  学 号   

 

照片 

（可电子版打
印） 

 

出生年月  专业  
 

政治面貌  民族  
 

联系电话  邮  箱  
 

 

 

学

术

科

研 

科研成果说明：{论文数量（长文/短文）+论文名字+第几作者（导师第几作

者）+论文的实际进展（录用情况、可检索情况）+期刊名字（备注SCI 一区

/CCF-A等）+影响因子+发表日期等；专利名称、实际进展（实审、授权）、

数量；软件著作权，第几完成人} 

 
 
 

 

 

学院导师或实习导师签字： 

1. 校企融合课程表现概述： 
 

 

 

 

 

2. 企业实习表现概述： 
 

 

 

 

申请人签名： 

年     月     日 

 

评审小组审核意见： 
 

 

负责人签名： 

（盖章） 

年     月     日 

 

 


